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107 LED-fortschrittliche Strukturen und Packaging

Verschiedene Möglichkeiten um Strukturen und Effizienz von LEDs zu erhöhen:

• Doppelheterostrukturen (Urbachteil, Absorption)
• Form – Geometrie der LEDs
• Kontaktfomierung (Transparenz, effiziente Stromzuführung)
• Waferbonding – transparente Substrate

Das “Packaging“ (Verpacken) der hat eine entscheidenden Einfluss auf:

• Lichtauskoppelung (Antireflexionsbeschichten)
• Abstrahlcharakteristik
• Stromzuführung
• Wärmeabführung (Verlustwärme)!
• ESD (electrostatic discharge) Elektrostatische Entladung
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2Urbachtail

Absorptionskoeffizient eines Halleiters mit einer Bandlücke Eg versus Energie. 
Der “Urbach-tail“ dominiert die Absorption knapp unterhalb der Bandlücke. Bei 
tieferen Energie ist die freie Ladungsträgerabsorption dominat.

α ~ 104-105cm-1
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3DH-Struktur mit optisch transparenten Bereichen

Doppelheterostruktur mit optisch tranparenten Confinementbereichen. 
Reabsorption ist in der aktiven Zone unwahrscheinlich, da in der aktiven 
Zone wegen der hohen Ladungsträgerkonzentration und der daraus 
resultierenden Burstein-Moss-Verschiebung der Absorptionskante. 
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4verschiedene Lichtauskopplung
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5Verscheiden geformte LED
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6OSRAM LED
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7Rote TIP und LJ LEDs
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8Verschiedene Kontaktformen
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9Wafer-bonded transparentes Substrat
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10Einfluss von einem transparenten Substrate auf IV und Abstrahlung
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11Packaging
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12Chemische Struktur verschiedener Polymere
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13Hochleistungsgehäuse - Querschitt
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14Hochleistungsgehäuse
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15Elektrostatische Entladung
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16Wärmewiderstand von LED Gehäusen


